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Abstract (en)
The wire (conductor) connecting device for weak-current installations, having means for solder-free wire connection, comprises at least one
longitudinal channel (2), for accommodating a wire (30), on a housing part (1). In this case, each longitudinal channel (2) interacts in its axial
direction with a contact region (6), which extends tangentially with respect to the inserted wire, of a contact pin (16), and with at least one clamping
pin (7), which likewise extends tangentially with respect to the inserted wire. The contact region (6) of the contact pin (16) and the clamping pin (7)
in this case project into the longitudinal channel (2) in such a manner that, when the wire (30) is inserted, a predetermined contact pressure can be
produced on the stripped region of the said wire (30). <IMAGE>

Abstract (de)
Die Leiteranschlussvorrichtung für Schwachstrom-Anlagen, mit Mitteln zur lötfreien Andrahtung umfasst an einem Gehäuseteil (1) mindestens
einen Längskanal (2) zur Aufnahme eines Leiters (30). Hierbei wirkt jeder Längskanal (2) in seiner axialen Richtung mit einem sich tangential zum
eingelegten Leiter erstreckenden Kontaktbereich (6) eines Kontaktpins (16) sowie mit mindestens einem sich ebenfalls tangential zum eingelegten
Leiter erstreckenden Klemmstift (7) zusammen. Der Kontaktbereich (6) des Kontaktpins (16) sowie der Klemmstift (7) ragen dabei derart in den
Längskanal (2) hinein, dass bei eingelegtem Leiter (30) auf dessen abisolierten Bereich ein vorgegebener Kontaktdruck herstellbar ist. <IMAGE>
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